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e Cadence e Sonnet o EMX o CST: Microwave + MPhysics Studio
e Pspice o LTSpice e FreeCad o SKILL/LISP e« MATLAB

o Altium o KiCad

e Python o C o C++

BERUFSERFAHRUNG

Wissen- Planung, Koordination und Aus-
schaftlicher fiihrung von Projekten zur Entwick-
Mitarbeiter lung von ASICs | Packages | PCBs
/Doktorant fir Sende- und Empfangssysteme im

Automobil-, Mobilfunk- und Satel-
litenkommunikationsbereich

Optimierung und Evaluation von
Schaltungen mittels Programmierung
und hochfrequenten Simulationen

Erstellung, Leitung und Korrektion
von Praktika, Klausuren, sowie Be-
treuung von Abschlussarbeiten.

@  Seit 01/21

Q Lehrstuhl fiir integrierte Sys-
teme, Ruhr-Universitdt Bochum

PROJEKTE

Wissen- Entwurf und Simulation hochfre-
schaftliche quenter, passiver Elemente (Kop-
Hilfskraft pler, Spulen, Leistungsteiler. etc.)

zur Minimierung von Verlusten in
D-Band (110-170 GHz) Systemen

& 11/19-01/21

Q Lehrstuhl fiir integrierte Sys-
teme, Ruhr-Universitdt Bochum

Studentische Durchfiihrung und Auswertung von
Hilfskraft optischen Experimenten zur Er-
forschung des Temperatureinflusses
auf VCSEL-Laser

Implementation von Software fiir
VR-Headsets als Alternative zu
Laserschutzbrillen in Android

@ 03/19-09/19
Q

Lehrstuhl fiir Photonik und
Terahertztechnologie, Ruhr-Uni-
versitdt Bochum

1. VE-REWAL (IFX/IZM)

Integration von Chiplets in
System in Packages (SiPs)
mit  elektromagnetischen
und thermomechanischen
Simulationen

Erstellen unterstitzender
Software (DRC, PCells)

Entwickung, Vermessung
und Auswertung eines
short-range automobil
Radar Frontends (PCB,
PLL, Antennen, Filter)

. Automotive 140 GHz High

Resolution Radar (TSMC)

Design, Vermessung und
Evaluation von Hauptkom-
ponenten in RFMOS D-
Band Radar Systemen

. Kommunikationradar

Erstellung eines mehrlagi-
gen, low-power Automo-
bilkommunikations PCBs

Bonding von IQ-SiGe
Chips, PCB Aufbautech-
nik und PLL-Design

. Valet Parking fiir Straflen-

bahnen (IFX) - Ongoing

Erkennung von Verkehrs-
teilnehmern und Umge-
bungsbedingungen fiir BO-
GESTRA Strafsenbahnen

Design raumlich getren-
nter, inkoherénte Frontend
Systeme (PCB, Antennen)
und Chips
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BILDUNGSWEG

Ph.D. in Vorgezogenes Promotionsstudium
Elektrotechnik durch RUB Toplng Programm
und
Informations- Abschlussnote: Ausstehend
technik

@ 01/21-7/26

Q@ Ruhr-Universitit Bochum
M.Sc. in Abschlussnote: 1,0 (97/100%)
Elektrotechnik
und @ 04/19 - 02/23
Informations- Q@  Ruhr-Universitit Bochum
technik
B.Sc in Abschlussnote: 1,7 (88/100%)
Elektrotechnik
und @ 10/16-09/19
Informations- Q@ Ruhr-Universitdt Bochum
technik
Abitur Abschlussnote: 1.5

bl

&  08/2008 - 05/2016

Q@  Heinrich Heine Gymnasium

PRIVATPROJEKTE

Dactyl
Manuform
Tastatur

Magnetischer

Smart-
phonehalter

Homelab In-
frastruktur

E-Paper
Dashboard

Diverses

Design, 3D-Druck, und Programmierung
(QMK) einer ergonomischen Tastatur

Entwicklung einer 3D-gedruckten Smart-
phonehalterung zum magnetischen Laden
ohne MagSave mit austauschbaren. indi-
viduell bedruckten Seitenplatten und LED-
sowie Uhrzeit integration

Betrieb eines Privatservers mit Docker-
Containern und Linux Konfiguration fiir
Smart-Home Anwendungen, Backups und
Self-hosten von Software

Programmierung eines E-Paper Displays
mit Homelab Anbindung zur Anzeige von
CalDav Eintragen (Kalenderevents, ToDo-
Listen), sowie Wettervorhersagen (3 Tage)

Verschiedene FreeCad/KiCad Projekte und
Prototyping mit Game Engines (Unity /
Godot / bare C++)
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ZERTIFIZIERUNGEN

e Probestudium Physik an
der Uni Duisburg/Essen

o Fiihrerschein Klasse B

e Rettungsschwimmer Silber

AUSZEICHNUNGEN

e Preistrager, ESCRYPT
Young  Talent  Award
(2020)

o Preistrager, Intel Award
(2020)

e Finalist, RWW Best Stu-
dent Paper Award (2025)
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